WARMELEITENDE DICHT/KLEBSTOFFE, VERGUSSMASSEN,
SILIKONGELS, FETT- und WARMELEITPASTEN

als zuverlassigen, langlebigen Schutz elektrischer und elektronischer Baugruppen.

Allgemeine Produkteigenschaften:
dauerhafte dielektrische Isolierung,

Schutz gegen Umwelteinfliisse, resistent gegen

Zersetzung durch Ozon und UV-Strahlung,
Stol3- und Vibrationsdampfer Uber einen

weiten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich,

Physikalische und elektrische Eigenschaften
bleiben auch bei extrem schwankenden
Betriebsbedingungen erhalten

Einkomponenenten - Dicht/Klebstoffe - Thermaly Conductive Adhesive

Silikonelastomer

Produkteigenschaften

typische Anwendungsbereiche

DC® 4420 weild fir Spannungsquellenkomponenten, Tinten-

RTV flieRfahig strahldruckerk&pfen
moderat warmeleitfahig Verbund von integrierten Schaltungen mit Kithlkérpern
schnell klebfrei

DC®SE 4422 grau fir Spannungsquellenkomponenten, Tinten-

RTV hoch viskos strahldruckerkdpfen

moderat warmeleitfahig
in kurzer Zeit klebfrei
UL 94V-1 Einstufung

Verbund von integrierten Schaltungen mit Kithlkérpern
Abdichten von Gasbrennern fir HeiBwasser

DC®SE 4486 CV
RTV

weild

flie3fahig

schnell klebefrei
gering ausdampfend
von -50°C bis +200°C

VergieRen, Kleben von Spannungsquellenkomponenten,
Tintenstrahldruckerkdpfen;

Verbund von integrierten Schaltungen mit Kiihlkérpern ->
moderate Warmeleitfahigkeit

DC® 9184 CV weil Verbund von Substraten integrierter Schaltungen;
RTV nicht flie3fahig Befestigung von Deckeln und Gehausen -
kurze Verarbeitungszeit Anbringen an Kuhlkérper
rasche Hautbildung
gering ausdampfend
UL 94 V-0 - Einstufung
DC® 4402 grau Kleben, Vergie3en wo es auf gute Warmetibertragung
flieRfahig ankommt.
schnell heil3vernetzend Einbetten von Messfuhlern, Druckerképfen und
gering ausdampfend Hochleistungsbauelementen
DC®SE 4450 grau fir Spannungsquellenkomponenten, Tinten-
hoch warmeleitfahig strahldruckerkopfen; Verbund von integrierten
hitzevernetzend Schaltungen von Verbundkdrpern
DC®SE 4173 grau Verbund von Substraten integrierter Schaltungen;

gering flie3fahig
schnell hitzevernetzend
hoch warmeleitfahig

Befestigung von Deckeln und Gehausen
Anbringen von Grundplatten an Kihlkorper




Einkomponenenten - Dicht/Klebstoffe - Thermaly Conductive Adhesive

Silikonelastomer

Produkteigenschaften

typische Anwendungsbereiche

schnell hitzevernetzend

DC®SE 4174 grau Verbund von Substraten integrieter Schaltungen;
gering flie3fahig Befestigung von Deckeln und Gehausen Anbringen von
schnell hitzevernetzend Grundplatten an Kihlkérpern (Glaskdper zur Kontrolle der
hoch warmeleitfahig Klebstofflinie)
glasperlenhaltig - 178 Mikron

DC®Q1-1818 grau Verbund von Kuhlkdrpern an elektronischen Geraten,
glasperlenhaltig - 178 Mikron |Verkleben gedruckter Leiterplatten an Substrate
schnell hitzevernetzend
haftet grundierungsfrei

DC®3-6752 grau Verbund von Substraten in Hybridschaltungen,

1:1 grundierungsfrei Leistungshalbleiterkomponenten und -geraten an

Kuhlkdrper sowie Klebeanwendungen wo Flexibilitat und
Warmleitféahigkeit erforderlich ist

Zweikomponent
Klebstoffe

Produkteigenschaften

en - Dicht/Klebstoffe - Thermaly Conductive Adhesive

typische Anwendungsbereiche

gering viskos

niedriger Elastizitdtsmodul
hitzevernetzend
glasperlenhéltig -178 Mikron

DC®SE4400 grau Verkleben von Hybriden oder Mikroprozessoren an
semi flie3fahig Kuhlkorper
lange Topfzeit
selbstgrundierend
schnell hitzevernetzend
DC®1-9226 grau Verkleben von Hybriden oder Mikroprozessoren an
semi flie3fahig Kuhlkorper
lange Topfzeit
selbstgrundierend
schnell hitzevernetzend
DC®Q3-3600 grau VergieRen von Hochspannungstransformatoren und
11 hervorragend fliel3fahig Hochspannungssensoren,
schnell hitzevernetzend Anbringen von Hybridsubstraten an Kuhlkorper
lange Topfzeit
selbstgrundierend
UL 94 V-1 Einstufung
DC® 3-6605 grau Verbund von Substraten integrierter Schaltungen;,
1:1 mittel viskos Befestigung von Deckeln und Gehéausen;
gut flie3fahig Anbringen an Grundplatte und Kithlkérper
hitzevernetzend
DC® 3-6751 grau Kleben von Kiihlkérpern an elektronische Geréte,
1:1 niedriger Elastitzitditsmodul |Verkleben von gedruckten Leiterplatten an Substrate
gering viskos
hitzevernetzend
UL 94 V-O Einstufung
DC® 3-6753 grau Befestigen von Kihlkérpern an elektronischen Geréten,

Verkleben von gedruckten Leiterplatten an Substrate
(7 Mil - 178 Mikron Glasperlen zu Kontrolle der
Klebstofflinie)




Zweikomponenten Verguss- und Einbettmassen -> Conductive Encapsulant

Vergussmassen Produkteigenschaften typische Anwendungsbereiche
DC®SE 4410 grau fur Spannungsquellenkomponenten, Tintenstrahl-
gering viskos druckerkopfe;
hitzevernetzend Verbund von integrierten Schaltungen mit Kithlkérpern
mittel warmeleitfahig
von -45 his 200 °C
Ul 94 V-O
DC®SE 4447CV |9rau Vernetzt am Anwendungsort, Fullen von Zwischenrdumen
gering viskos zwischen hitzeerzeugenden elektronischen Bauteilen und
exzellent warmeleitfahig dem Kuhlkérpergehduse
hoch temperaturstabil
nieder temperaturbesténdig |nur mit Dosieranlagen verarbeitbar!
gering ausdampfend
von -45 his 200 °C
DC®SE 4448CV |9rau Vernetzt hervorragend vor Ort, fullen von Zwischenrdumen
Elastomer hoch viskos bei hitzeerzeugenden elektronischen Bauteilen und dem
hervorragend warmeleitfahig |Gehause oder Kuhlkorper. -> flichtige Bestandteile - D4-
hitzevernetzend D10 0,03 Prozent Gewicht
extrem niedrig ausgasend
von -45 his 200 °C
DC® Q3-3600 grau Ausgief3en von Hochspannungstransformatoren und
1:1 hervorragend fliel3fahig Hochspannungssensoren,
schnell hitzevernetzend Anbringen von Hybridsubstraten an Kuhlkorper
lange Topfzeit
selbstgrundierend
von -45 his 200 °C
UL 94 V-1 Einstufung
DC® 3-6651 grau Ausgief3en, Einbetten von Spannungsquellen,
gering viskos Stromrichtern und ahnlichen elektronischen Kérpern, wo
gut warmeleitfahig Warmeableitung notwendig ist
niedriger Eleastitzitatsmodul
von -45 his 200 °C
UL 94 V-O
DC® 3-6652 grau Ausfullen von Zwischenrdumen wo ein weiches
thixotrop, reduziert flieRféhig |warmeleitendes Material und gezieltes Auftragen auf
lauft nicht ab Bauteile erforderlich ist -> kein AbflieRen auf andere
gut warmeleitfahig Objekte
niedriger Elastizitdtsmodul
von -45 his 200 °C
DC® 3-6655 grau Ausgief3en, Einbetten von Spannungsquellen,
gering viskos Stromrichtern und ahnlichen elektronischen Teilen, wo
weich Warmeableitung notwendig ist

hervorragend warmeleitfahig
von -45 his 200 °C
Ul 94 V-0 Einstufung




Einkomponenten Compounds -> Fett- und Warmeleitpasten - nicht vernetzend

Compounds Produkteigenschaften typische Anwendungsbereiche
DC®sC 102 weild Fullen von Zwischenraumen zwischen elektronischen
nicht flie3fahig Warmequellen und Kahlkérpern
moderat warmeleitfahig
gering ausblutend
hochtemperaturstabil
bis 177°C
DC® 340 weild Thermale Kopplung von elektrischen oder elektronischen
Heath Sink nicht flieRféhig Geréaten an Kuhlkérper
Compound gering ausblutend
hochtemperaturstabil
bis 177°C
DC®SE 4490cy |Weil Fullen von Zwischenraumen zwischen elektronischen
hoch warmeleitfahig Warmequellen und Kahlkdrpern
hochtemperaturstabil (niedriger Gehalt fliichtiger Bestandteile, geringes
wenig ausgasend Ausbluten und Ausgasen aufgrund der Warmezyklen)
gering ausblutend
bis 177°C
DC®TC 5021 grau Thermale Schnittstelle fir CPUs usw. ;
geringer Warmewiderstand |Siebdruck, Schablonendruck oder Dosierung
hoch warmeleitfahig
bis 177°C
DC®TC 5022 grau Thermale Schnittstelle fir CPUs usw. ;
1kg-Tuben geringer Warmewiderstand
hoch warmeleitfahig Siebdruck, Schablonendruck oder Dosierung
bis 177°C
DC®TC 5026 grau Zur Verarbeitung von Schnittstellen wo eine hochwéarme-
hitzebestandig leitfahige Paste notwendig ist wie: Flip-chip BGASs,
1kg-Tuben leicht ausdrickbar Microprocessoren, Power Moduls, Digital Micromirror-
geréate...
DC®TC 5121 grau Zum Einsatz in Medium-Power-Elektronics und
1kg-Tuben gut warmeleitfahig industriellen Anwendungen wie Microprocessoren, Flip-
standfest chip BGAs, Chipsets, Memory-Moduls, Power-Chucks,
zuverlassig LED, ...
DC®TC 5600 grau Zur Applikation/Anwendung -> Siebdruck, Schablonendruck oder
1kg-Tuben hervorr. thermische_leitfahig, Dispenser fur Server CPUs, Destop CPUs, Grafik-Prozessoren,
extrem leistungsféhig Power Module, LED Assemlies, ....
aullergewohlich zuverléssig
DC®TC 5688 grau Einsetzbar zum kiihlen eines ICs in einem Computer mit einem
1kg-Tuben extrem leistungféhig Intel-Prozessor oder in Multi chip packages, Microprossoren,

aulRergewohnlich zuverlassig

Power Moduls, LED Assamles ...




Zweikomponenten Gels - Thermaly Conductive

Gels Produkteigenschaften Typische Anwendungsbereiche

DC®SE 4440 Lp |9rau Fillen oder VergieRRen von Zwischenraumen elektronischer
gering viskos Warmequellen und Kiihlkdrper
heilBvernetzend
UL 94 V-O

DC®SE 4445 cv |9rau Fillen oder Vergiel3en von Zwischenrdumen
moderat viskos elektronischer Warmequellen und Kuhlkdrper;
flieRfahig Niedriger Gehalt fliichtiger Bestandteile (D4-D10 0,09)
heiRvernetzend

DC®SE 4446 C\V |9rau Fillen oder VergieRRen von Zwischenraumen elektronischer
moderat viskos Warmequellen und Kihlkorper;
flieRfahig
heiBvernetzend niedriger Gehalt fliichtiger Bestandteile (D4-D10 0,09)
extrem wenig ausgasend




